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摘要(译)

用于背光模块的封装结构包括柔性基膜，多个焊盘，发光部件，图案化
电路层。 柔性基膜包括多个导电通孔，第一表面和与第一表面相对的第
二表面。 导电通孔连接第一表面和第二表面。 另外，柔性基膜的材料包
括聚酰亚胺和白色填充物。 垫布置在第一表面上。 导电通孔连接到焊
盘。 发光部件设置在焊盘上并电连接至焊盘。 图案化电路层设置在第二
表面上并电连接到导电通孔。
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